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当社の近況（大型案件の受注）について 

 
 

 当社の近況について、以下の通りお知らせします。 

記 

 

 半導体装置の大口受注について 

 当社は、半導体装置事業の主力取扱商品であるパワー半導体製造装置を、パワー半導体デバイスメー 

カーの設備投資の回復を反映し、大手半導体メーカーより総額約２億円で受注いたしました。 

 なお、本件は、平成 23 年 11 月期第３四半期の売上高となる予定であります。 

 

 

 

以  上 

 


